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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik

LEITERPLATTE ) @ : :
BAUGRUPPE p IMS | BondSheet Cured | Dual Thermal Coating Aismalibar
"Mehr als die Halfte aller Elektronikausfalle oder ELEKTRONIfS
QualititseinbuBen entstehen durch thermische Uberlastung"
( e Platz fur die Elektronik wird | - e [ Steigende Erwartungen Zuverlassigkeit und Sicherheit )
kontinuierlich geringer e * Automotive E-Car _
'° g * extremer Temperatur / Feuchte Bedingungen
o - o * automatisierter kosteneffektiver Produktion
* Anforderungen an e * Industrie 4.0, Verfugbarkeit 24/7
KompIexitét/FunktionaIitét ; B el * SOLAR Wechselrichter, Service Moglichkeit
steigen o Taecuenz n Mz * Consumer Waschmaschine, Inverter-Antrieb
L ) - - - o o * Strom-Versorgungen
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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik
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Durchdachtes optimiertes Entwarmungskonzept zum Entwmklungsstart |

* hohe Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit
* Leistungs-Elektronik-Komponenten - MOSFETs, IGBTs, Power-Module, Hochleistungs-LEDs

* Miteinbeziehung des Gehauses

Berucksichtigung des Kostendrucks -> Gesamtkosten-Kalkulation der Appl ....... | J

\
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TECHNOLOGET Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik

BAUGRUPPE IMS | BondSheet Cured | Dual Thermal Coating © Aismalibar

-

e Europaischer Laminat Hersteller fur die weltweite PCB Industrie
* Gegriindet 1935, >20 Jahre Thermal Management PCB
* RESEARCH, DEVELOPMENT & INNOVATION in Barcelona

* FAB.1, Barcelona Fertigungskapazitat: 500K m2 IMS & 1M m2 PrePreg (Dielektrikum)
* FAB.2, China, seit Mitte 2019, Kapazitat 720K m2 IMS + 4M m2 PrePreg

* Dual FAB Konzept gemass internationaler Standards, UL, RoHs, ISO/TS 16949: 2009, etc.

(N J

. : Reduktion der Betriebstemperatur auf der Leiterplatte
) Aismalibar

* Maximale Leistungsfahigkeit der Elektronischen Bauelemente
COOLING ELECTRONICS * Maximale storungsfreie Lebensdauer der Leiterplatte
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et Innovative Entwarmungskonzepte fur die Elektronik _ .
BAUGRUPPE p @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating @ Aismalibar

Metallbasierende-Leiterplatte (Insulated Metal Substrate)
in der gesamten Baugruppen-Entwarmungskette

1

/ haufigste \
Materialstirken \ ’ i
Kupferschicht, Verbindung der Bauelemente 35->105um
IMS i
Dielektrikum  elektrisch isolierend | 1KV -> 6KV
warmeleitend | 1.5 ->4W/mK 35->170 um
Basismaterial, Aluminium oder Kupfer 1->2mm

Hauptaufgaben IMS:
1. Elektrische Isolation der Bauteilseite vom Basismetall-Material
2. Schnelle Spreizung der Bauteil-Warme zum Schutz der Komponente und der LP
3. Abgabe der aufgenommenen Warme an die Umgebung /

\_
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TECHNOLOGIETAS Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik

BAUGRUPPE p @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating @ Aismalibar

Standard IMS UltraThin Direkt Kontakt IMS Biegsam Multi-Layer IMS
Dielektrikum Basismaterial

Auto Frontlichter Super High Power LED Limitierte
Platzverhaltnisse

. High Power LED Matrix-Scheinwerfer komplexe Schaltungen
M d rkte LED Medizin Leistungs-Elektronik Einfache Mgntage/
hohe funktionale
Sicherheit
Kommerziell attraktiv Hohe Warmeabfuhr Hochste Warmeabfuhr 3D PCB Dimension hoher Beriihrungs-
. Vielzahl Aufbauten Spannungs-Schutz
SChIUSSEl Dinnes Dielektrikum Rth=0 PI-Dielektrikum
Eigenschaften Niederspannung (35/50/75um) Varianz Dielektrikum
Niederspannun Thermo oder
& Netzgebunden P 8 Spannungs-Optimiert
Leistungs-Elektronik Automotive Front LED Matrix Frontlicht Auto-Ricklichter SMART Lighting
- Sl Hichhize:s Mini PV Inverters Medizin-Technik
Anwendungs- - PV-Inverter
) Lufter-Steuerung Design Beleuchtung E-Car
BElSplele Beleuchtungstechnik Medizin-Technik

E-Car OnBoard-Charger
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L

POWER & INDUSTRIAL
AUTOMATION HOME APPLIANCES SOLAR & WIND

Markte

Kommerziell attraktiv

y Vielzahl Aufbauten
SChlUSSEl Schichtdicke >90um

Eigenschaften  nNiederspannung
& Netzgebunden

Leistungs-Elektronik
- Schweisstechnik

Anwendungs- - PV-Inverter

Beispie|e Beleuchtungstechnik
E-Car OnBoard-Charger
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mowsers - Innovative Entwarmungskonzepte fur die Elektronik _
LEITERPLATTE @ Al

BAUGRUPPE p @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating alibar

Certificate for

Thermal characterisation of
UltraThin Insulated Metal Substrate
Dielektrikum
COBRITHERM ULTRATHIN 4W HIGH TG

High Power LED

3 Calculated results(p = 2 N/mm?
Markte LED Medizin -
July 29th, 20
Nominal substrate thickness
H fo) h e Wa rmea bfu h r Dielectric thickness
SC h I U S S e | Overall thermal resistance
Dinnes Dielektrikum
H 35/50/75um
Eigenschaften (385/50/75um) oo ooy G . .
. ayer thickness of Dielectric according to cross section (mean values of right,
NIEderSpannung middle and left sample position)
Thermal conductivities for calculation/ assumption:
* Acy= 350 W/(mK)
* Ay = 140 W/(mK)
Automotive Front
Lichter
Anwendungs-

Beispiele Medizin-Technik
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TECHNOLOGIETAG Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik

BAUGRUPPE p @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating GA'Sma“bar

Direkt Kontakt
Basismaterial

Super High Power LED

Matrix-Scheinwerfer

M d rkte Leistungs-Elektronik
Hochste Warmeabfuhr
Schlissel =

Eigenschaften

LED Matrix Frontlicht

Anwendungs-
Beispiele

Lufter-Steuerung
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LEITERPLATTE _ @ Aismalibar
BAUGRUPPE p @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating

Markte

Schlissel
Eigenschaften

Anwendungs-
Beispiele

IMS Biegsam

Limitierte
Platzverhaltnisse

Einfache Montage/

hohe funktionale =
Sicherheit ’ '
3D PCB Dimension r P "
Pl-Dielektrikum r -

Auto-Rucklichter
Mini PV Inverters

Design Beleuchtung
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LEITERPLATTE & _
BAUGRUPPE » @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating

Multi-Layer IMS

komplexe Schaltungen

Markte

(PR e Suily
S u%’“ lm=

DS Jeih

hoher Berlihrungs-
Spannungs-Schutz

R O e N

Schlussel
: Varianz Dielektrikum
Eigenschaften anz Dielekiri
it L = ; Spannungs-Optimiert
:::::: :'::lu (EER N RN it 10} i ;t,... I |l - ’-, e J;:_J'..
AHHHHBHHEHHRHCC | S UG W
A d ' . | | — Medizin-Technik
nwenaungs- MR = o ECar
Beispiele : i S .
-...:f.l. hf 00 | I|I|I||I.|-I1.Illl l' -
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G . "
EEJEEE##PE @ BondSheet Cured | Dual Thermal Coating GAlsma“bar
Standard IMS UltraThin Direkt Kontakt IMS Biegsam Multi-Layer IMS
R
Auto Frontlichter Super High Power LED Limitierte
. High Power LED Matrix-Scheinwerfer Platzverhéltnisse komplexe Schaltungen
Ma rkte LED Medizin Leistungs-Elektronik Einfache qutage/
hohe funktionale
Sicherheit
Kommerziell attraktiv Hohe Warmeabfuhr Hochste Warmeabfuhr 3D PCB Dimension hoher Beriihrungs-
tz
SC|’/ \K
Eigen Es kommt darauf an ... m

ort
Optimierte IMS Technologien fur unterschiedlichste Applikations-Anforderungen

Anwe >150 verschiedene IMS Konstruktionen verfligbar

Bei\s,\ /

E-Car OnBoard-Charger
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BAUGRUPPE p IMS @Sheet @j Dual Thermal Coating GA'Sma“bar

Warmeleitfolie ,,Bond Sheet CURED” in der Entwarmungskette der Baugruppe

* Thermische Verbindung von planen Metalloberflachen
* Elektrische Isolation vom bertihrungsempfindlichen Kihlkorper

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN "BONDSHEET Cured

Thermische Leitfahigkeit: 2,2 W/mK
Glass Transition Temperatur (Tg): 120 °C
Folien-Schichtstarken: 70 100 Mm
Thermischer Widerstand Rth: 0,315 0,45 Kem2/W
Spannungsfestigkeit: >4 >6 KV

11
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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik _ _
IMS @Sheet @j Dual Thermal Coating @Alsmallbar

Warmeleitfolie ,,Bond Sheet CURED” in der Entwarmungskette der Baugruppe

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN "BONDSHEET Cured

Thermische Leitfahigkeit: 2,2

Glass Transition Temperatur (TQ): 120
Folien-Schichtstarken: 70 100
Thermischer Widerstand Rth: 0,315 0,45
Spannungsfestigkeit: 24 26

12
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LEITERPLATTE & - :
BAUGRUPPE p IMS @Sheet @j Dual Thermal Coating GA'Sma“bar

Warmeleitfolie ,,Bond Sheet CURED” in der Entwarmungskette der Baugruppe

'4w 't.'[

AQ-Four®, for TO 247 housings

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN "BONDSHEET Cured

Thermische Leitfahigkeit: 2,2 W/mK
Glass Transition Temperatur Tg: 120 °C

Folien-Schichtstarken: 70 100 Mm
Thermischer Widerstand Rth: 0,315 0,45 Kem2/W
Spannungsfestigkeit: >4 26 KV
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BAUGRUPPE p IMS @Sheet @j Dual Thermal Coating GA'Sma“bar

Warmeleitfolie ,,Bond Sheet CURED” in der Entwarmungskette der Baugruppe

Jr |3

I

AQ-Four®, for TO 247 housings

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN "BONDSHEET Cured

Thermische Leitfahigkeit: 2,2 W/mK
Glass Transition Temperatur Tg: 120 °C
Folien-Schichtstarken: 70 100 Mm
Thermischer Widerstand Rth: 0,315 0,45 Kem2/W
Spannungsfestigkeit: >4 26 KV

Schlisseleigenschaften:
* Optimale Kombination Rth und Spannungs-Festigkeit
* Konfigurierbar durch Schneiden / Stanzen
* Automatisiert verarbeitbar
* Einfach ersetzbar / Erweiterbar (Upgrade)

* Silikonfrei
\ /
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@ Aismalibar

AL+PRIMER®

,Cobritherm ALU/CU DUAL THERMAL COATING“

STANDARD CONSTRUCTION

“a

Dielectric “B”-Stage

with Bonding Capability
(30um)* \

Dielectric “C”-Stage
(100um)*

Metal Carrier Al / CU / Y,

(1.5mm)*

@Alsmahbar

AL DUAL COATING+PRIMER 4W (50pm-75um - 100pm)  Data SheetDS_57

DESCRIPTION

Aluminum coated with two thermal conductive polymeric resins,
+ polymerized layer. Used for cladding
s that require high dielectric strength and
stance. Can be supplied with copper

UL Approved QuTS?
QTS e CA7EN
=

» ROMS 37 REACH
[l S

Cobritherm ALU/CU Dual Thermal Coating
1.500/ 100/ 30

* Thickness examples 4

Schliisseleigenschaften
e Zwei Lagen Dielektrikum

« Optimale Thermische Uberginge und Spannungsfestigkeiten

1. Ausgehartet, Garantierte Spezifikation Thermische Leitfahigkeit und Spannungsfestigkeit
2. B-Stage, verpressbar als Verbindungselement in der Montagekette des Anwenders




Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik

IMS | BondSheet Cured I@ermal C@ @A'Sma“bar
konventioneller Modularer Aufbau ,DUAL THERMAL COATING"

der Baugruppe

‘\11'

‘\11’

i Dielectric “B”-Stage with Bonding Capability

Dielectric “C”-Stage

Metal Carrier Al / CU

* Externer Druck notwendig um Lufteinschliisse zu minimieren

* Baugruppe montiert aus Einzel-Kkomponenten
* Demontierbar, zB Servicefall
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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik _ _
© Aismalibar

LEITERPLATTE
BAUGRUPPE p IMS | BondSheet Cured |@ermal C@

,DUAL THERMAL COATING” im Entwarmungspfad der gesamten Baugruppe

‘\11

‘\tl'

i Dielectric “B”-Stage with Bonding Capability
Dielectric “C”-Stage
¥
i

* Baugruppe montiert aus Einzel-Kkomponenten ) (H;omogene Esm:ﬁ't' Klelne Versch;aub.l;.rllg/. KIem;rIenCnotzIandlgT c 1Ky
* Externer Druck notwendig um Lufteinschliisse zu minimieren Varantlerts _c :sse pzrameter Dpez'k' attljo_lrjen Ur Cured Layer T/C |
« Demontierbar, zB Servicefall fzrpressf e!m nwender u'nter !’uc. .un emperatur .

Losung fur High Volume / High Reliability Massen-Produktion
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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik
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@ Aismalibar

,Dual Thermal Coating” Technologie

Wachsende Anforderungen in der Leistungselektronik

O
O

Warmelbergang
Durchschlagsfestigkeit

Applikationen: E-Car, Power Train und On-Board-Charger | Industrielle Power Module

Effiziente Serienfertigung fiir kompakte Modulbaugruppen

Individuelle Anpassungungsmaoglichkeiten an Kunden / Applikationsanforderungen

O

O
O
O

Materialstarken

Zusammensetzung der Fillstoffe

,Flow“ Eigenschaften des ,Bonding Layers”
Hohere Temperaturbereiche

AL+PRIMER®

@ Aismalibar

AL DUAL COATING+PRIMER 4W (50pm-75um - 100pm)  Data Sheet DS 57

STANDARD CONSTRUCTION

o |

o
P

“Othal CONSHUCHONS
availablo UPON (0guast

DESCRIPTION

Aluminum coated with two thermal conductive polymeric resins,
delivered as B-stage + polymerized layer. Used for cladding
electronic components that require high dielectric strength and
extremely low thermal resistance. Can be supplied with copper
or aluminium substrate.
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Innovative Entwarmungskonzepte fir die Elektronik
LEITERPLATTE

BAUGRUPPE p IMS | BondSheet Cured | Dual Thermal Coating O Aismalibar

Gestiegene Packungs- und Leistungsdichten in der Elektronik machen eine effiziente Entwarmung der Elektronik notwendig,
wie bei Einsatz in Automotive-Systemen und Leistungselektroniken fir Motorsteuerungen mit hoher Warmentwicklung.

Miniaturisierungs-Trend + Steigende Leistungsfahigkeit wird unvermindert anhalten

Schlisselelemente der Entwarmungs-Kette in der Elektronik Baugruppe
1. Metall basierende Leiterplatte-Substrate, IMS
2. Warmeleitfolie ,,Bondsheet Cured” als Thermisches Interface Material (TIM)
3. Dual Thermal Coating als flexibles nachst folgendes Element in der gesamten Entwarmungskette

Verschiedenste IMS verflgbar dediziert fiir unterschiedliche Applikationsanforderungen
* 4W (nach ASTM) high Tg, hohe Spannungsfestigkeit, Low Modulus
*  Weiterentwicklungen fir Automotive E-car Temperatur / Feuchte / Isolationsschutz

Warmeleitfolie ,BondSheet Cured”, die optimale Kombination aus thermischer Leitfahigkeit bei hoher Spannungsfestigkeit

Weiterentwicklung von Entwarmungs-Technologien fiir die Anforderungen der Elektronik-Industrie
* DUAL THERMAL COATING, Meilenstein in der Entwarmungs-Kette von kompakten Elektronik-Baugruppen

K Aismalibar, EU Hersteller mit Fokus Thermo Management, lokale Fertigung in China flir Automotive, Dual Fab Konzept /
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COOLING ELECTRONICS

www.aismalibar.com/de/ : "




